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十年来，国内信息技术产业在集成电路等关键行业研发技术和产品市场方面投入较

多，取得了巨大的进步。但是在这个过程中，对专利授权、专利池运作、商业秘密保护等

方面的知识产权工作关注尚显欠缺，一些产品刚刚量产就受到诉讼纠纷的困扰。今天，

企业的需求开始从培育知识产权意识向知识产权实务运作提升，知识产权已越来越被重

视。本书将发表关于数字电视、通讯、数字音视频、新型显示等一批集成电路领域知识产

权研究报告。我们希望通过本书的出版促进信息技术领域相关知识产权工作的研讨和

交流，从而更好地服务政府、服务企业。

面对我国这个世界上最大的电子消费市场，针对通讯、计算机、消费电子和工业控制

等领域的各种需求，我们的集成电路企业应立足创新，从知识产权创造、使用、保护、管理

等方面进行全流程的保护，从而赢得市场。本书将从企业知识产权战略、专利数据库和

分析工具提供、主动保护和应诉预案等方面进行介绍。

我们需要关注行业发展中新趋势给知识产权工作带来的新挑战。比如，集成电路和

软件的融合是个大趋势，嵌入式系统使得集成电路和软件的界限越来越模糊，集成电路

设计和软件设计同时交互进行变得越来越普遍。在这种情况下，我们要全面考虑专利、

集成电路布图设计、著作权、商业秘密及商标等知识产权的综合应用。目前，国内以布图

设计、著作权为集成电路产品纠纷导火索的例子不在少数。本书将介绍相关的案例剖

析、成功做法、ＩＴＣ３３７、知识产权海关保护、展会知识产权等内容。与此同时，本书在知识

产权价值评估、专利预警等前沿领域进行了理论与实践相结合的探索。

上述相关内容基本发表于２００９年至２０１０年期间，由上海硅知识产权交易中心和中

国半导体行业协会知识产权工作部在《中国电子报》主办的知识产权专栏。本书对此进

行了整理修订，并进行了相应的英文翻译。这个过程也是我们学习的过程，中间难免有

不足之处，请大家不吝指教。

上海硅知识产权交易中心

中国半导体行业协会知识产权工作部

２０１１年５月
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中国半导体行业协会知识产权工作部　赵建忠

　　发展国内硅知识产权，首先要重视高端通用ＩＰ核研发、验证与评估。

ＳｏＣ实现的重要途径是复用高质量的成熟ＩＰ。而ＩＰ设计和验证是高质量ＩＰ开发

流程中两个不可或缺的部分。应该看到，由于存在国内ＩＰ供应商在产品和技术上不够

成熟，国外有成熟产品的ＩＰ供应商难以提供全面的本地技术支持等因素，ＳｏＣ设计者和

ＩＰ开发者都提出ＩＰ核评测的迫切需求。尤其是随着工艺的不断进步及ＩＰ复杂度的不

断提高，ＩＰ设计和验证面临着越来越多的挑战。所以，根据ＳｏＣ／ＩＰ系统的特点，提高验

证的效率和验证的可重用性，创建新的验证解决方案，变得十分必要。建立和完善第三

方ＩＰ核评测服务机制和创新模式，以在ＩＰ核提供商与使用方之间架起可靠、互信的桥

梁，探索解决国内ＩＰ核交换交易中存在的技术信任问题的途径。建议结合有关重大科

技专项，加大高端通用ＩＰ核研发、验证与评估的项目投入，以形成我国自主ＩＰ开发或购

买第三方ＩＰ，建立和完善满足我国当前集成电路市场要求的高端通用的核心ＩＰ库及其

应用服务体系。

其次，应进一步完善国内ＩＰ发展的生态环境建设。

当前，随着工艺进入纳米级后，工艺复杂性急剧增加。ＤＦＭ（设计验证）、ＤＦＴ（可测

性设计）等新技术已经将ＳｏＣ和ＩＰ的研发和工艺联系得愈加紧密。因此，ＳｏＣ设计企业

选择ＩＰ时对质量的要求极高，不仅是简单的硅验证，更需要量产验证。为了有效解决诸

如ＩＰ评估和验证方法、ＩＰ的质量和可靠性、ＩＰ标准和应用推广及ＩＰ授权商务模式等问

题，必须使ＩＰ服务与其自身能力相一致，必须与本土芯片制造业协同能力相一致，必须

与本土系统整机的联动能力相一致。我们应当进一步鼓励集成电路公共服务机构与ＩＣ
设计公司、Ｆｏｕｎｄｒｙ（代工厂）协作，建立起从ＩＰ复用标准化，到行业共性ＩＰ核库，直至逐

步形成“ＩＰ＋ＩＣ设计＋Ｆｏｕｎｄｒｙ”的“产学研”研发合作体（或联盟）的生态环境，以推动国

内ＳｏＣ设计企业、ＩＰ供应商、芯片代工厂和系统整机的互动，达到提升我国芯片制造业

的工艺特色水平，以及ＩＣ设计业优势企业的壮大和能级提升，形成具有国际水平的满足

高端ＳｏＣ芯片的系统级、电路级设计，工艺制造、制程及新型ＩＣ结构的封装测试等完整

服务体系。

最后，知识产权问题需要先行先动。
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目前，国内集成电路企业在某些领域已经取得长足进步，但是随着产业的发展，与贸

易相关的知识产权摩擦日趋加剧，在ＭＰ３、ＭＣＵ、ＨＤＭＩ（高清多媒体接口）、电源管理芯

片及半导体设备与制造工艺等诸多领域的知识产权纠纷案不断发生。一些半导体企业

卷入美国综合贸易与竞争法“３３７”条款调查，展品在境外展览会被海关查抄的事件屡见

不鲜。由于ＩＰ具有技术密集、专利密布、授权方式多样等特征，企业需要尽早重视相关

知识产权工作，并采取行动。

当前与ＩＰ相关的知识产权工作可以从以下三方面予以加强：首先是支持国家中长期

重大专项等国家项目和重点集成电路企业重大项目的启动前、实施中和成功后的知识产权

研究利用，达到全面布局的目的；其次是支持每年一届的基于ＩＰ的集成电路设计技术峰会

的举办，达到充分吸收和借鉴国际先进经验的目的；最后是借鉴ＭＰＥＧ ＬＡ等成功管理经

验，支持利用我国陆续出台实施的数字电视、新一代移动通信、数字音视频等国家标准，依托

社会化第三方中介机构，达到构建可操作的ＩＰ授权与专利池运营等商业模式的目的。

123456ＩＰ789:;<=>?@AB/C

———中国硅知识产权发展现状和趋势探讨

上海硅知识产权交易中心　徐步陆

　　当前半导体产业的增长模式，已开始由单纯技术驱动进入应用驱动阶段。在这个过

程中平台化的ＳｏＣ（片上系统）设计技术和硅知识产权（ＳＩＰ）的复用技术，是支撑半导体

产业增长方式转变的核心技术和重要驱动。今天，ＳｏＣ已有效地将数字电路、模拟电路、

存储器、ＭＰＵ（微处理器）、ＭＣＵ（微控制器）、ＤＳＰ（数字信号处理器）等集成在单一硅芯

片上，实现信号采集、转换、存储、处理和Ｉ／Ｏ等完整的系统级功能，而且在消费电子、移

动通信、工业控制等领域的应用越来越普及。

随着整机系统不断向轻、薄、小、全的方向发展，集成电路结构也由简单功能向具备

更多和更为复杂的功能演进，致使ＳｏＣ变得日益复杂。为了加快产品上市步伐，国内集

成电路设计企业越来越多地选择购买ＩＰ核来缩短开发时间，以提升产品竞争力。本文

归纳了国内ＩＰ核当前市场供需变化等发展现状，并进行分析与建议，供业界参考。
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据上海硅知识产权交易中心（ＳＳＩＰＥＸ）初步统计，２００８年国内ＩＰ交易额达到５亿

元，相当于上一年中国集成电路设计业２１７．４亿元销售收入的２．２％。国内主要ＳｏＣ
设计公司中已经有８０％以上是基于ＩＰ核复用方法进行设计，并伴随进行ＩＰ交换

交易。

在国内的ＩＰ供应商方面，目前主要有以下３类：一是以ＡＲＭ、ＭＩＰＳ为代表的微处

理器核供应商，包括以杭州中天Ｃｃｏｒｅ硬核为代表的国产微处理器核开始进入市场；二

是以Ｓｙｎｏｐｓｙｓ、ＳｉｌｉｃｏｎＩｍａｇｅ、ＩＰＧｏａｌ为代表的ＩＰ供应商；三是以Ｓｙｎｏｐｓｙｓ、Ｖｅｒｉｓｉｌｉｃｏｎ
为代表的ＩＰ设计服务供应商，他们在国内的商业模式覆盖技术许可、版税和技术服务维

持等，其中技术许可费和服务维持费是ＩＰ供应商的主要营收来源。

在晶圆代工厂的ＩＰ服务方面，目前国内Ｆｏｕｎｄｒｙ为了更好地降低客户的风险和吸

引客户，越来越多地由单纯代工制造向设计服务平台延伸。如ＳＭＩＣ针对９０ｎｍ以下的

工艺，建立了ＩＰ设计服务平台，形成了一支ＩＰ设计和服务的团队；又如宏力半导体在

ＳＳＩＰＥＸ协助下，研发的１０ｂｉｔ８０ＭＡＤＣ（模数转换）／ＤＡＣ（数模转换）性能已经达到国际

同等水平。由于Ｆｏｕｎｄｒｙ提供的ＩＰ质量稳定，并且在授权方式、价格等商务策略上要比

ＩＰ供应商灵活得多，因此带来了ＩＰ供应方式的新变化。

在基于ＩＰ复用的ＳｏＣ设计方面，随着嵌入式ＩＰ核设计技术，以及软硬件协同设

计技术的应用发展，近几年国内涌现出了一批优秀的ＳｏＣ设计企业，如以华亚微电

子、澜起科技、杭州国芯、北京海尔集成电路等为代表的数字电视芯片设计企业；以

华大、复旦微、华虹集成电路等为代表的智能卡芯片设计企业；以展讯、摩波彼克、

大唐、重邮等为代表的３Ｇ芯片设计企业。这些ＳｏＣ设计企业对ＩＰ复用的需求大

大加速了ＩＰ设计、验证和评估的质量提升。反过来，高质量的ＩＰ有效缩短了这些

ＳｏＣ设计企业产品的上市周期，促使他们更好地专注于自己特色产品的研发。

　　*"#$+,-./&'01
国内硅知识产权的发展呈如下趋势：

第一，为了适应３Ｃ融合的需求，基于ＩＰ的ＳｏＣ平台化方案显得尤其重要。

在无线移动终端、数字消费电子、工业控制、汽车电子等领域，ＳｏＣ为适应高速、实

时、大容量的信息数据和多媒体视频处理及宽带网络支持能力，对核心ＩＰ的需求将不断

增加。为实现功能需求创新与复杂ＳｏＣ设计间的平衡，以嵌入式高性能通用微处理器ＩＰ
为核心的“处理器＋软件＋开发工具”ＳｏＣ平台化方案已成为主流技术方案。同时，硬

核、软核、架构授权和设计实现方法（专利）等已成为广义ＩＰ的一部分，相应的授权方式

更加多样。如目前客户可以向ＩＢＭ、ＮＶＩＤＩＡ、ＡＭＤ等公司申请专利许可，而这项专利
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本身只是其某个ＩＰ可实现功能的一部分。

第二，各类信息技术标准的不断推出，使得高质量的接口ＩＰ需求将越来越多。

随着各类信息技术标准的不断推出和接口协议逐步走向规范，ＳｏＣ在实现高性能的

同时，可以将各种接口、周边设备进行高度集成，以完成系统所需的功能，凸显低功耗、低

成本的优势。为此，高速、高精度、低功耗的ＩＰ需求越来越多，如高速接口ＩＰＳｅｄｅｓ、

ＵＳＢ３．０、ＰＣＩＥｘｐｒｅｓｓ２．０等。同时，在ＩＰ开发和复用时，为实现系统化解决方案的要

求，高质量的数字和模拟ＩＰ也开始集成。

第三，ＩＰ中介服务将变得更加重要。

当前市场既要提供充足的ＩＰ资源又要提供强有力的技术支持。通过市场导向和政

府推动相结合的方式，涌现了包括ＳＳＩＰＥＸ与ＣＳＩＰ等公益性平台和Ｖｅｒｉｓｉｌｉｃｏｎ等设计

服务公司在内的ＩＰ中介机构。它们初步形成了“以企业为主体，以市场为导向，产学研

结合”的ＩＰ设计服务的发展模式。主要表现在：

在ＩＰ库建设方面，针对企业的需求并结合产业发展的方向，形成和不断完善

了基础ＩＰ库、ＭＰＵ处理器内核、ＤＳＰ引擎、专用Ｉ／Ｏ接口，包括混合信号ＩＰ在内

的丰富ＩＰ资源库等。通过广泛汇集不同公司、不同类型的ＩＰ核及其相关信息，加

速供应商与客户间的交易过程。用户能以较低的成本，在最短的时间内找到其可

用的ＩＰ。

在ＩＰ服务方面，初步建立了独立的技术支持队伍，或者与ＩＰ供应商合作建立特殊的

技术支持机构，形成了ＭＰＷ（多项目晶圆）、ＥＤＡ（电子设计自动化）工具平台和ＩＰ设计

支持环境，包括ＳｏＣ验证测试平台、知识产权（专利）服务等，以帮助客户尽快解决ＩＰ使

用中的问题，缩短他们的研发时间和产品上市时间。

第四，复杂ＳｏＣ环境需要更先进的管理方法与工具。

随着ＩＣ设计公司进入ＳｏＣ阶段，研发获取单个ＩＰ与利用ＩＰ进行ＳｏＣ集成成为

相互独立但密切相关的工作。国内多数进行ＳｏＣ研发时间不长的设计公司，还没有

引入一套标准化、流程化、平台化、可重用管理的基于ＩＰ进行ＳｏＣ开发的思想、方法

与技术规范，无法科学地将一般ＩＰ的开发和ＳｏＣ的开发分开管理，更无法建立ＳｏＣ
设计平台及其对应的ＳｏＣ验证平台、ＦＰＧＡ（可编程逻辑器件）验证平台、统一的ＩＰ
验证平台、统一的软件开发平台。近年来，ＳＳＩＰＥＸ针对上述需求，开发了软硬件协

同验证工具、ＳｏＣ开发流程管理工具（ｉｍａｋｅ），开展了通用总线兼容性验证、客户化验

证平台搭建等工作，并且在服务模式方面进行了有益的探讨，已被数家颇具规模的

ＳｏＣ企业采用。
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中国半导体行业协会知识产权工作部

上海硅知识产权交易中心

　　２００９年，国际金融危机对全球半导体市场造成了较大影响，我国集成电路产业首次

出现了负增长。然而，在国家大力发展战略新兴产业的大背景下，３Ｇ、移动通信、半导体

照明、汽车电子等新兴领域正在迅速发展。其中孕育的巨大市场，将使得我国ＩＣ产业在

严峻的挑战面前觅得发展良机。随着《国家中长期科技发展规划纲要》确定的０１、０２、０３
等重大专项的深度实施和集成电路产业“十二五”规划的编制，国内的集成电路产业将迎

来新一轮发展高潮。为全面反映和总结我国２００９年半导体产业知识产权发展态势，中

国半导体行业协会知识产权工作部和上海硅知识产权交易中心联合推出中国半导体知

识产权２００９～２０１０年度报告。

本报告数据来源于国家知识产权局授权ＳＳＩＰＥＸ建立的集成电路专利数据库。经

检索，截至２００９年１２月３１日，我国ＩＣ设计类专利申请，共计５９５９４件；制造类专利申

请，共计５８６４２件；封装类专利申请，共计２１５１７件；测试类专利申请，共计３２９５件。

　　!"ＩＣ23456#$789:;<=>78?@<A
经检索，２００９年公开的我国ＩＣ设计类专利申请共计１３１３５件。

如图１所示，由宏观统计分析专利申请量历年的变化可看出，从２００１年至２００５年，

全国ＩＣ设计类专利申请量进入高速增长期，年增长率维持在３０％以上。２００６年后逐渐

放缓。

需要特别指出的是，２００８年至２００９年的曲线下降可能是来源于中国专利的早期公

开延迟审查，所以不能作为专利申请趋势的判定依据。

２００９年中国大陆企业的设计类专利申请数量居首，为８３２３件，约占该类专利申

请总量的６３％。美国和日本企业紧随其后，排名第二和第三位，分别为１３８５件和

１１１５件，共计约占该类专利申请总量的１９％。另外，中国台湾企业为１１０３件，排名

第四。

图２为ＩＣ设计类专利申请公开趋势图。如图２所示，２００５年至２００９年我国在集成

电路设计领域的年度专利申请占总量的一半以上，且增长率保持在３５％以上，说明我国
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近年来在该领域的研发能力和技术成果保持在较高水平。然而，美国、日本等发达国家

技术仍占据着中国专利申请的一定份额。同时，欧洲各国及韩国等也正在中国积极部署

和建设专利体系。日本申请人所占比例则呈现下降趋势，在２００８年已经进入负增长。

２００９年的增长率下降可能是来源于中国专利的早期公开延迟审查，所以不能作为专利申

请趋势的判定依据。但从长远趋势来看，国内申请人将在该领域继续占据领先地位。

图１　ＩＣ设计类专利年度分布情况

图２　ＩＣ设计类专利申请公开趋势
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截至２００９年１２月３１日，我国ＩＣ制造类的发明专利和实用新型专利申请共有

５８６４２件，其中发明专利申请５５４２０件，约占９４．５％，实用新型专利申请３２２２件，

约占５．５％。

图３为ＩＣ制造类发明专利申请国家（地区）分布趋势图。由图可知，近５年来该领域

中国大陆申请人在数量上已经超越日本。２００８年是其主要转折点，不仅所占比例首次超

过日本，而且在数量上有约４０％的增长。原因可能是受２００７年相关政策的刺激。至

２００９年，中国大陆申请人的优势进一步巩固，预计在新修改的《专利法》及其实施条例生

效的影响下，将继续保持领先地位。

图３　ＩＣ制造类发明专利申请国家（地区）分布趋势

　　I"JK45678?@LM<N>OP&'QRLSTU
经检索，截至２００９年１２月３１日，中国大陆集成电路封装类发明专利和实用新型专

利共有２１５１７件，其中发明专利１８５０７件，占８６％，实用新型专利３０１６件，占１４％。我

国集成电路测试类的发明专利和实用新型专利共有３２９５件，其中发明专利２６６４件，占

８１％，实用新型专利６３１件，占１９％。

为了更清晰地了解中国集成电路封装测试类专利技术领域分布，探索其分布趋势和

集中分布点，我们参照了国际专利分类（ＩＰＣ）表的分类体系，对该领域的专利申请进行了

技术分类。

图４为ＩＣ封装类ＩＰＣ年度分布图。从图４可以看出，２００９年中国集成电路封装领

域的专利绝大多数集中在Ｈ０１Ｌ２１（专门适用于制造或处理半导体／固体器件或其部件的

方法或设备）和Ｈ０１Ｌ２３（半导体或其他固态器件的零部件）中，其数量均超过了１５００件。
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另外可以预见到Ｈ０１Ｌ２５（由多个单个半导体或其他固态器件组成的组装件）有可能成为

该类技术热点之一。

图４　ＩＣ封装类专利ＩＰＣ年度分布趋势

　　V"WX
１９８５年至２００９年期间，我国集成电路专利申请数量有了极大的飞跃。自２０００年开

始，专利申请年平均增长率超过４０％，与国内集成电路产业的快速发展态势相一致。特

别是２００８年《国家知识产权战略纲要》的实施及２００９年《电子信息产业振兴规划》等利

好政策的出台，包括新修订的《专利法》及其实施细则的生效，国内企业对知识产权的重

视和利用水平都将达到新的高度。

从国内外专利申请趋势来看，２００９年最为突出的是ＩＣ设计类专利。尽管受专

利早期公开延迟审查制度及金融危机的影响，专利总量出现下降，但我国在世界所

占比例已上升至６０％。同时在美国、日本及中国台湾均遭遇负增长的情况下实现了

较高的年增长率。这充分说明了国内ＩＣ企业在全球不利形势下，强调自主创新，利

用我国扩大内需的一系列措施，有效整合价值链，以知识产权为制高点持续发展壮

大，取得了好成绩。从技术发展趋势来看，各个领域都出现了一定程度的变化。如

在封装领域中，专利申请以 Ｈ０１Ｌ２１（专门适用于制造或处理半导体／固体器件或其

部件的方法或设备）和Ｈ０１Ｌ２３（半导体或其他固态器件的零部件）为主要方向。而

在测试领域中，Ｇ０５Ｆ１（能从系统的输出端检测一个电量对一个或多个预定值的偏

差量，并反馈到系统中的一个设备里，以便使该检测量恢复到它的一个或多个预定

值的自动调节系统）可能成为新的技术发展方向。上述技术点可以为封装测试类企

业研发和销售提供参考。

据预测，２０１０年国内集成电路产业将在全球半导体产业复苏与国内内需市场继
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